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１．設備の概要
フリップチップ実装機 AFM-15 は、電子デバイスサプライヤ（使用者）の見地から考案された

電子デバイス及び小型モジュール用に特化したフリップチップボンダーです。

金-金 超音波工法に特化し低エネルギーで接合できる業界一の高速・高精度な実装機です。 

２．特長
［１］生産性の向上

生産工程を掌握した上で、各ユニットを最適レイアウト化し、通信速度・画像処理時間の

短縮化により従来機種より更なる高速、高精度実装を実現します。

ウエハθ軸自動補正機能を標準搭載することにより、IC チップ取り出しの信頼性を向上

します。

［２］製造品質の向上

自社開発の実装ヘッド構造が縦振動を減少させ低エネルギーで、高品質接合の維持が

可能となります。

［３］生産工程変更への順応性

単体からインライン、また試作から量産までとフレシキブルな生産対応が可能です。

［４］柔軟な対応性

御発注時選択仕様として１２インチウエハにも対応可能です。

信頼性向上・メンテナンスを容易にする多種・多様なオプションを用意しております。

［５］操作性の向上

操作容易なカラータッチパネルで統合的な操作環境を実現しました。

またネットワーク（LAN）対応可能となり場所を問わない装置管理が可能となります。 

［６］快適な作業環境の提供

日常の作業スペースは確保し、装置設備面積の大幅な省スペース化を実現しました。

また、作業者の負担にならない作業環境と安全性を提供します。

３．基本仕様
３．１ 実装精度 

（１） ＸＹ ： ±5μm／3σ チップの中心位置

測定方法は TDK 標準によります。主な条件◇ 実装ヘッドの超音波発振無し 

基板ステージの加熱無し

加圧力 3N 

TDK TEG 使用

３．２ 動作時間 

（１）実装 1 サイクル ---1.6 sec （連続実装中の 1 サイクル時間,実装範囲内は全て）

実装プロセス時間（加圧、超音波）0.4sec を含みます。 
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測定方法は TDK 標準によります。主な条件◇ ・ウエハ交換 

基板搬送・交換

バッドマーク検出

基板チップ不良による次ワークへの移動

ノズルクリーニング

の各時間を除き、TDK TEG 使用 

・小型チップ用超音波ホーン搭載

（２）ウエハ交換 100sec 以下／ウエハ 

（３）基板搬送交換 -----約 7sec／枚： テーブルが基板交換位置到着～移動開始まで。

（搬送形態により異なりますので、納入時貴社基板にて確認致します。）

３．３ 対象チップ（フリップチップ） 

（１）寸法 最大 7.0mm×7.0mm 

最小 2.5mm×2.5mm 

（対象 IC,基板により各種カメラ，実装ノズルの切替えにて 

対応する場合もあります。）

 切り替え範囲は、３．１２を参照下さい。

（２）厚さ 0.1mm～1.0mm（0.1mm 以下は別途ご相談下さい。） 

（３）品種 1 品種／プログラム 

2 品種以上（1 プログラムあたり）の対応は不可となります。 

３．４ 対象基板 

（１）寸法 最大 180mm×120mm 

最小 50mm×50mm 

（２）厚さ 0.1mm～3.2mm（0.1mm 以下は別途ご相談下さい。） 

（３）実装可能範囲 手前側、奥側、左右側 5mm 実装不可 

最大 170mm×110mm 

最小 40mm×40mm 

（４）種類 セラミック基板、樹脂基板、ガラス基板、金属トレイ、

リードフレーム、治具 等

（５）基板平面度 10μm 以内：基板底面に対するチップ実装面の平行度（基板平坦度） 

３．５ 制御 

（１）プログラミング 実装データの入力は、操作パネルによる対話入力。

（２）サーボ軸 AC サーボモータ、DC サーボモータによるセミクローズドループ方式。 

（３）制御モード 自動、ステップ、手動

（４）内部記憶容量 ◇プロファイルステップ数：最大 10 ステップ／プログラム

（実装プログラム換算）

◇プログラム格納本数：最大 500 本

（但し、プログラムステップ数により異なります）

（５）インタフェース ◇操作パネル： カラー液晶タッチパネル（12 インチ）
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◇外部記憶  ： 標準      （USB ハブ）

外部パソコンとの接続は対応可能となります。（LAN 対応）

LAN 対応での取り出せるデータは、

・ 生産管理情報・ウエハマップデータ・基板マップデータ

・ 設定パラメータデータ・画像パラメータ・画像データ

３．６ シグナルランプ 

（１）緑点灯 自動運転中（生産動作実行中）

（２）黄点灯 稼動中警告（基板待ち等の稼動中にもかかわらず動作停止状態）

（３）赤点灯 停止中  （生産動作の停止状態）

３．７ 基板搬送 

（１）流れ方向 左→右

（２）搬送高さ 床面より 900mm±15mm 

（３）搬送方式 シリンダ送り

（４）搬送基準 手前レール基準

３．８ プリヒート ------ 基板形状に合わせステージを製作します。 

(御指定の 1 種を準備します。) 

（１）加熱方式 コンスタントヒート

（２）温度 室温～200℃±10℃（設定単位：1℃） 

３．９ 実装テーブル --- 基板形状に合わせてステージを製作します。 

(御指定の 1 種を準備します。) 

（１）基板位置決め 穴基準 or 端面（要打合せ） 

（２）基板固定 真空吸着

（３）加熱方式 コンスタントヒート

（４）温度 室温～200℃±5℃（設定単位：1℃） 

３．１０ 実装ヘッド --- 超音波・荷重で接合します。 

（１）振幅量 最大 約 3μm  

（２）発振周波数 40 KHz 

（３）加圧方式 VCM 駆動方式 

（４）加圧力 3～50N 

（５）加圧力分解能 最小設定単位：0.01N 

（６）加圧コントロール 10 段階

（８）ノズル加熱 有り（最大 250℃、設定単位：1℃） 

（９）US ホーン振動方向  0 ﾟ（1 方向、Y 軸方向）

３．１１ ノズルクリーニング機能 --------- 設定実装回数毎に動作します。 

（１）テープ面積 2,500mm２

（２）移動方向 直線（X，Y 方向） 

（３）設定内容 US パワー、加圧、テーブル速度・距離、回数 
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３．１２ 画像認識方法 

（１）カメラ CCD カメラ（1/3 インチ） 

（２）認識方法 基板： パターンマッチング

チップ： パターンマッチング

（３）レンズ倍率 対象物の大きさに合わせレンズ（倍率）を選択

 基本組み合わせは以下となり、お客様仕様に合わせ最適なる組み合わ

せにて装置環境を整えます。

-基本組み合わせ-（チップ、基板の形状等で変更する場合があります） 単位：mm 
対象チップサイズ ウエハピックアップ プリアライメント チップパターン 基板パターン

2.5～7.0 ×0.25 ×0.25 ×1 ×0.8 

チップ外形、基板パターンの寸法が基準です。

◇照明 ウエハピックアップ： LED 同軸落射型

プリアライメント： LED 同軸落射型 

チップパターン： LED 同軸落射型 

基板パターン： LED リング及び LED 同軸落射型 

３．１３ バッドマーク検出 ---------------- 2 値化処理で認識できるマークが必要です。

（１）チップ チップ内の特定のパターンを 2 値化処理し、バッドマークとして認識

します。チップの画像処理時（ウエハピックアップ時）に検出します。

（２）基板 基板内の特定パターンを 2 値化処理し、バッドマークとして認識しま 

す。実装ヘッド付属の上カメラ基板の画像処理に検出します。

３．１４ 外形寸法 

（１）ローダ・アンローダ無し 約 1,980 (W)mm×1,620 (D)mm×1,766 (H)mm 

(タワーライトの高さ含まず)

３．１５ 重量 約 2,100Kg 

３．１６ 塗装色 ステンレス (標準)

３．１７ ユーティリティ

（１）電源 AC200V±10％ 3 相 50/60Hz 30A 

（２）空気圧 0.5MPa 注◇工場配管、元圧 0.6MPa 以上 

（３）空気消費量 20NI／min 

（４）接続口 φ10 チューブ（または R1/4 継手） 

（５）真空源 必要（3 ポート） 

*装置設置時は、貴社にて以下のご準備をお願いします。

・ 電源：装置電源ブレーカからの接続作業及びケーブル

・ 空気：上記継手(R1/4)からの接続作業及びエアーホース
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３．１８ 使用環境 

（１）温度 22℃～28℃ 

（２）湿度 50％～70％RH（但し、結露していないこと） 

（３）許容ノイズレベル 400V、500ns 以下  注◇周囲に振動源、ノイズ源の無きこと。

３．１９ 騒音 75dB 以下 

３．２０ チップ供給 

（１）ストッカ 自動供給

12 インチ用ストッカ（ディスコ製） 参考 

（２）チップ供給 12 インチ用ダイシングフレーム（ディスコ製） 参考 

（３）エキスパンド量 最大 107  (%) 

（４）突上げ 4 本ピン突上げ（標準） 

ピン先端形状についてはご相談ください。

突上げ量： 最大 3mm 

（５）ウエハの貼付精度 角度ずれ： ±5 ﾟ以内 

XY 方向センタずれ： ±1mm 以内 

３．２１ 標準搭載機能

（１）予熱ヒートテーブル お客様指定の 1 種を付属します。

（２）実装ヒートテーブル お客様指定の 1 種を付属します。

（３）自動ノズルクリーニング 自動でノズル裏面をクリーニング（研磨）します。

（４）チップ高さ測定 実装チップの高さを測定し、実装の合否判定を行います。

上下限の設定値から外れた場合には装置は停止し警報を出します。

（５）バンプ検出 バンプ有無を検出します。

（６）バッドマーク検出 ウエハ（及び）基板のバッドマークを認識しステップします。

（７）ウエハ自動ローダ ウエハを自動でマガジンから供給・収納します。

（８）ウエハθ補正 ウエハの角度（θ軸）補正機能を有します。

（９）ウエハエキスパンド ダイシングフレーム供給のチップウエハを自動で拡張します。

（１０）ホットブロー エキスパンドしたウエハをマガジンに自動収納する際に

ホットブローを吹きかけ収納可能な状態にします。

（１１）ノズル裏面モニタリング機能 クリーニング後のノズル表面をモニタリングします。

（１２）ＬＡＮ対応   お客様保有パソコンとのネットワーク通信が可能となります。

（１３）ノズルボンディングカウンター 設定回数に達したらアラーム警告します。

（１４）生産管理情報  生産情報を表示及び格納します。

（１５）ツール自動更新機能  ツール交換時実装テーブル/ツールクリーニング上の設定された

 位置で自動的にツール高さを取り、値を更新します。

（１６）付属品     実装ノズル 2 本 

供給ノズル 1 本 

チップ突き上げピン 4 本 等
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４．外観図（概略） 
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５．オプション、その他
（１）マガジンローダアンローダ  基板マガジンを供給・排出します。 

（マガジン 2個載せ仕様とします。）

（２）ヘパフィルタ 装置上面に搭載します。

（３）集中排気 装置内クリーン度向上のために、排気エアを装置外部に

集中させます。

（４）プロファイルモニター

実装時の超音波・荷重・チップ高さを外部パソコン上に

サンプリングを行います。（ログ化）

（５）実装後検査機能    実装後の精度ﾃﾞｰﾀ（X,Y,θ）を表示します。 

（６）真空ポンプ

（７）電源ケーブル

（８）８インチウエハマガジン対応

（９）ウエハマッピンプ対応

（１０）インライン仕様

上記内容は AFM-1561の基本仕様書であり、貴社向け特殊仕様は別紙参照願います。 
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ヲ⣽仕様表
・㺪㺶㺍㺪ﾟ㺟㺍㺪ﾟ実装機：AFM-1561

・高精度ﾃﾞ㺆㺛㺫ﾟ㺻㺙 ：MDM-50D



FCB機能一覧表（MUSASHI）

No. 部位 機能名 詳細

1 外観 搬送高さ 搬送高さ950ｍｍ

2 外観 非常停止ボタン 指定のボタンとカバーを使用　ボタン：(オムロン)A22E-S-02　ｶﾊﾞｰ：(IDEC)HW9Z-KG3

3 外観 パトライト取り付け位置変更 支給パトライトを高さ2675ｍｍで手前に取り付け

4 外観 ﾒﾛﾃﾞｨｰﾎｰﾝ 指定のﾒﾛﾃﾞｨｰﾎｰﾝを取り付け

5 動作モード ﾓｰﾄﾞ切替機能 動作ﾓｰﾄﾞをﾘﾓｰﾄ、ﾛｰｶﾙ、ｵﾌﾗｲﾝに切替えられる

6 動作モード 状態設定選択機能 試作、点検、故障、段取り、未負荷、製雑、待機、ﾃﾞﾊﾞｯｸﾞを選択できる

7 動作モード ﾛｯﾄ終了ﾓｰﾄﾞ選択機能 ﾛｯﾄ単位をｳｪﾊ枚数とするか、基板枚数とするか選択する機能（Musashiは上流装置）

8 動作モード 運転速度選択機能 低速と通常速度が選択できる

9 動作モード 自動ﾛｸﾞｱｳﾄ時間設定機能 自動ﾓｰﾄﾞ時にｵﾍﾟﾚｰﾀﾚﾍﾞﾙにﾛｸﾞｱｳﾄする時間を設定できる

10 動作モード インライン 上流下流にコンベア取り付け

11 ｳｴﾊ ﾌｧｰｽﾄﾁｯﾌﾟｱﾄﾞﾚｽ指定機能 ﾌｧｰｽﾄﾁｯﾌﾟの位置を予め指定しておくことができる

12 ｳｴﾊ ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾁｯﾌﾟの選択機能 ﾁｯﾌﾟを持ったまま停止するか、実装して停止するかの選択

13 ｳｴﾊ ｳｪﾊﾗﾝｸ設定機能 ﾗﾝｸ1～ﾗﾝｸ6までを設定し、取り出すﾁｯﾌﾟを設定できる

14 ｳｴﾊ ｳｪﾊﾏｯﾌﾟ変換機能 ｲﾝﾌﾟｯﾄﾏｯﾌﾟをﾚｲｱｳﾄﾏｯﾌﾟに従って装置内ﾒﾓﾘに展開する機能

15 ｳｴﾊ ｳｪﾊの在荷確認機能 ｳｪﾊの在荷を確認および変更できる機能

16 突上げ 突上げユニットのアンビル 一体化

17 突上げ 突上げピン長さ １４ｍｍ

18 供給ノズル 供給ﾉｽﾞﾙ接触確認機能 供給ﾉｽﾞﾙのﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ/受渡し高さ、突上げﾋﾟﾝの上昇/下降位置を検出する機能

19 実装ヘッド ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾍｯﾄﾞ自動接触確認機構 実装ﾍｯﾄﾞ加熱時でも接触確認できるようにした

20 実装動作 ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ時、実装ﾃｰﾌﾞﾙ吸着OFF機能 ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ時に実装ﾃｰﾌﾞﾙの吸着をOFFする機能

21 クリーニング ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ自動交換機能 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰを自動で交換できる機能

22 認識 検出1ｻｲｸﾙ目のﾃﾞｨﾚｲ設定機能 自動運転開始後1回目の検出前にﾃﾞｨﾚｲ時間を設定できる

23 搬送 ｷｬﾘｱの在荷確認機能 ｷｬﾘｱの在荷を確認および変更できる機能

24 搬送 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ情報ﾓﾆﾀｰ機能 ｳｪﾊのﾊﾞｰｺｰﾄﾞ情報のﾓﾆﾀｰおよび、各ｷｬﾘｱのﾊﾞｰｺｰﾄ情報から、どのｽﾃｰｼﾞにどのｷｬﾘｱがあるか確認できる機能

25 搬送 ｸﾗﾝﾌﾟ高さ調整 ｸﾗﾝﾌﾟ高さ調整方法を簡易化

26 キャリア冷却 排出ｷｬﾘｱの冷却機能 排出ﾚｰﾙ部でｷｬﾘｱを冷却する機能

27 ｸﾘｰﾝ イオナイザ 指定イオナイザ取り付け（SUNX）

28 ｸﾘｰﾝ ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｾﾝｻ取り付け 支給のﾊﾟｰﾃｨｸﾙｾﾝｻ取り付け

29 ｸﾘｰﾝ ｸﾘｰﾝﾌｨﾙﾀ 指定のKOGANEI製ｸﾘｰﾝﾌｨﾙﾀ取り付け

30 ｸﾘｰﾝ ｸﾘｰﾝ対応 ｶﾊﾞｰ取り付け、ｲｵﾅｲｻﾞ取り付け

31 配管 圧力ｾﾝｻ追加 実装ヘッド部・突き上げ部・ブロアに圧力センサ追加

32 配線 ｱｰｽ線の色 スパイラル

33 配線 配線ダクト 導電性ダクトを使用

34 生産管理 実装ﾃｰﾌﾞﾙのｸﾗﾝﾌﾟ高さ表示機能 生産管理情報に表示し、閾値設定でｱﾗｰﾑを出力する

35 生産管理 ｶﾒﾗ較正値の表示機能 生産管理情報に表示を追加

36 生産管理 生産数管理機能 1時間毎の生産数を管理できる機能

37 通信 上下流装置との通信機能 Cell-PCを使用した通信機能

38 通信 生産ﾃﾞｰﾀの通信機能 Cell-PCを使用した通信機能

39 通信 ﾛｯﾄ情報ﾁｪｯｸ機能 頭文字でﾛｯﾄ情報の誤入力をﾁｪｯｸする機能（5種類登録）

40 検査 実装後検査機能 実装後検査を行う

41 IPQC IPQC機能 IPQCﾓｰﾄﾞで実装できる

42 電源 電源ｹｰﾌﾞﾙ引っかけ式ﾌﾗｸﾞ仕様 指定のｱﾒﾘｶﾝ電機の電源ｹｰﾌﾞﾙを使用



UFD機能一覧表（MUSASHI）

No. 部位 機能名 詳細

1 外観 搬送高さ 搬送高さ950ｍｍ

2 外観 非常停止ボタン 指定のボタンとカバーを使用　ボタン：(オムロン)A22E-S-02　ｶﾊﾞｰ：(IDEC)HW9Z-KG3

3 外観 パトライト取り付け位置変更 支給パトライトを高さ2675ｍｍで手前に取り付け

4 外観 ﾒﾛﾃﾞｨｰﾎｰﾝ 指定のﾒﾛﾃﾞｨｰﾎｰﾝを取り付け

5 ｸﾘｰﾝ ｲｵﾅｲｻﾞ設置 支給ရｲｵﾅｲｻﾞの取付

6 ｸﾘｰﾝ ｸﾘｰﾝﾌｨﾙﾀ 指定のKOGANEI製ｸﾘｰﾝﾌｨﾙﾀ取り付け

7 ｸﾘｰﾝ ｸﾘｰﾝ対応 ｸﾘｰﾝ対応ｶﾊﾞｰ取り付け䠊

8 䝅ス䝔ム ሬᕸﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作ᡂ機能 製ရにᶞ⬡をሬᕸすためのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作ᡂ機能䠊（ﾍｯﾄﾞ毎にྤ出位置ｵﾌｾｯﾄ設定もྍ能）

9 䝅ス䝔ム ᚚ♫ｷｬﾘｱ情報表示䠇⦅㞟機能 装置ฎ理୰ｷｬﾘｱID䠈ﾛｯﾄID䜔䠈ｷｬﾘｱﾃﾞｰﾀのｷｬﾘｱID䠈ﾛｯﾄIDを表示し䠈基板NG情報の⦅㞟も実᪋できる䠊

10 䝅ス䝔ム ሬᕸﾍｯﾄﾞ選択ሬᕸ機能 使用するﾍｯﾄﾞを指定できる機能䠊（ﾍｯﾄﾞ1の䜏䠈ﾍｯﾄﾞ2の䜏䠈ﾍｯﾄﾞ1䠃2）

11 㔜㔞ィ ྤ出㔜㔞ィ （ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ動作付） ሬᕸ㔜㔞をィ する機能（㔜㔞ィ 後にᚲ䛪ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ動作さ䛫る䠊）

12 㔜㔞ィ ྤ出㔜㔞ィ の䠈䜀ら䛴き㆙報機能 ྤ出㔞䜀ら䛴きをุ定し㆙࿌する䠊（᭱኱値䠈᭱ᑠ値䠈ᖹᆒ表示）

13 㔜㔞ィ 自動㔜㔞ィ によるྤ出速度自動ィ⟬ 自動運転୰につ定᮲௳で自動㔜㔞ィ を行䛔、䛭のሬᕸ㔞からｼ䡩ｯﾄ数⿵正する機能（ﾌﾛｰﾚｰﾄ常時表示）

14 㔜㔞ィ ﾏﾆ䡩ｱﾙ⏬㠃䠈ｵｰﾄ⏬㠃にﾌﾛｰﾚｰﾄ表示 ⌧状のﾌﾛｰﾚｰﾄを表示することにより䠈䛔䛴でも⌧状のﾌﾛｰﾚｰﾄが確認できる䠊

15 㔜㔞ィ 指定㔜㔞ሬᕸ機能 ሬᕸ㔜㔞ィ 後に⟬出ﾌﾛｰﾚｰﾄより䠈指定㔜㔞をྤ出さ䛫䠈䛭の⤖ᯝを確認できる機能䠊

16 㔜㔞ィ ⛗㔞ჾᰯ正機能 外部ศ㖡にて䠈⛗㔞ჾをᰯ正する機能（ﾘｱﾙﾀｲﾑ⛗㔞値表示あり）

17 ﾌﾟﾘﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｽ ﾌﾟﾘﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｽ機能 ﾌﾟﾘﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｽﾌﾟﾚｰﾄをつ定数のｼ䡪ｯﾄを行䛔、ሬᕸᚄ、ሬᕸ位置、෇ᙧ度のィ を行䛔NG㆙報をⓎ報する機能

18 ﾌﾟﾘﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｽ ﾌﾟﾘﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｽﾌﾟﾚｰﾄ確認機能 ﾌﾟﾘﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｽﾌﾟﾚｰﾄの正し䛔ｾｯﾄ状態を䠈流㔞ｾﾝｻにて確認する機能䠊

19 ﾌﾟﾘﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｽ ᶍᨃሬᕸ機能 ﾌﾟﾘﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｽﾌﾟﾚｰﾄに䠈生産用䢘ｰｸሬᕸを実᪋する機能䠊

20 ﾌﾟﾘﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｽ 線ሬᕸ機能 ᑓ用ｲﾒｰｼﾞﾎﾞｯｸｽIB2を䠈線ሬᕸᑓ用IBとして対応䠊（ᚚ♫䛤せᮃ）

21 ﾌﾟﾘﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｽ  長機能（X㼅） ｶﾒﾗ᧜ീ⏬ീにてｶｰ䡻ﾙ線を⛣動さ䛫てX㼅㍈⛣動㔞よりሬᕸ長さ、ሬᕸᖜ➼をィ する機能

22 ﾌﾟﾘﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｽ ሬᕸ後ᶞ⬡᭷↓検査機能 4㎶のᶞ⬡ሬᕸ後のᶞ⬡᭷↓検査をする機能

23 ሬᕸ ሬᕸｺﾝﾄﾛｰﾗ電源᧯作機能 ሬᕸｺﾝﾄﾛｰﾗ電源をON㻘OFFする䠊

24 ሬᕸ ሬᕸｺﾝﾄﾛｰﾗのﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定転送䠈確認機能 ᧯作ﾊﾟ䢄ﾙからሬᕸｺﾝﾄﾛｰﾗﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定ྍ能䠊（ﾉｽﾞﾙIDと⣼✚ｼ䡪ｯﾄ数も⏬㠃に表示され㝶時確認ྍ能）

25 ሬᕸ ﾉｽﾞﾙ⣼✚ｼ䡪ｯﾄ数┘ど機能
ሬᕸﾍｯﾄﾞの⣼✚ｼ䡪ｯﾄ数をሬᕸｺﾝﾄﾛｰﾗｰ⤒⏤でﾍｯﾄﾞから┤接ㄞ取り䠈設定したﾆｱﾘ䢌ｯﾄ䠈ﾘ䢌ｯﾄ設定にて㆙࿌する䠊
（Au㼠㼛⏬㠃に䠈⣼✚ｼ䡪ｯﾄ数常時表示）

26 ሬᕸ ྤ出ﾊﾟﾙｽไ㝈、ሬᕸ速度上㝈㉺えの㆙࿌機能 ሬᕸｺﾝﾄﾛｰﾗｰ䜈の指௧パﾙｽ上㝈ไ㝈を㉸えたሙྜ、㆙報を出す機能（ྍ能ｼ䡪ｯﾄ数ィ⟬䠇ไ㝈㻑設定䠇ไ㝈値表示）

27 ﾉｽﾞﾙﾋｰﾀｰ ﾉｽﾞﾙﾋｰﾀ電源᧯作機能（手動） ﾉｽﾞﾙﾋｰﾀｰ電源を手動でON㻘OFFする䠊

28 ﾉｽﾞﾙﾋｰﾀｰ ﾉｽﾞﾙﾋｰﾀｰ自動ON/OFF機能 設ഛ停止時に䠈設定時間によりﾉｽﾞﾙﾋｰﾀｰをON/OFFする機能

29 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ ﾉｽﾞﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ機能 ﾉｽﾞﾙඛ➃をｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽﾎﾟﾝｼﾞにてｸﾘｰﾆﾝｸﾞする機能䠊（ᢲ㎸䜏㔞設定ྍ能䠈ｽﾎﾟﾝｼﾞ交換確認機能付き）

30 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ ᤞてᡴ䛱機能（ｸﾘｰﾆﾝｸﾞとの⤌ྜ䛫ﾊﾟﾀｰﾝ指定ྍ） ᶞ⬡をᤞてᡴ䛱する機能（ᤞてᡴ䛱ｶｯﾌﾟ᭷↓、‶ᮼ㆙報᭷り）自動䠈手動䠊

31 ṧ㔞検出 ᶞ⬡ṧ㔞検▱機能 1䢘ｰｸᙜたりのᶞ⬡使用㔜㔞をィ⟬し䠈㆙࿌ﾀｲ䢌ﾝｸﾞを䠈䢘ｰｸ数にて設定䠈ุ定䠊（従᮶はｼ䡪ｯﾄ数にてุ定）

32 ṧ㔞検出 ｾﾝｻによるｼﾘﾝｼﾞᶞ⬡ṧ㔞検出機能 㟼電ᐜ㔞ｾﾝｻにて䠈ｼﾘﾝｼﾞのᶞ⬡ṧᑡを検出する䠊

33 ṧ㔞検出 ᶞ⬡使用ᮇ㝈㆙報機能
使用ᶞ⬡の使用ྍ能時間を㉸えたሙྜに㆙報を出す機能
䛂ᶞ⬡出ᗜ᪥時は᪥付時้設定䛃䠈䛂ﾆｱﾘ䢌ｯﾄ䠈ﾘ䢌ｯﾄは䠈時間設定䛃䠊

34 ｵﾍﾟﾚｰｼ䡪ﾝ 䛂ｵﾍﾟﾚｰﾀ㻘ｴﾝｼﾞﾆｱ㻘上⣭ｴﾝｼﾞﾆｱ䛃㻌ﾓｰﾄﾞ切換え
各ﾓｰﾄﾞを切り替えることにより᧯作⏬㠃の᧯作ྍ能㡿ᇦを変更する機能
ｵﾍﾟﾚｰﾀ：᭱低㝈の᧯作䠊ｴﾝｼﾞﾆｱ：ﾌｧｲﾙ᧯作䠈ሬᕸﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ᧯作䠈ﾒﾝﾃﾅﾝｽ᧯作䠊上⣭ｴﾝｼﾞﾆｱ：上下㝈設定ྍ䠊

35 ｵﾍﾟﾚｰｼ䡪ﾝ ᚚ♫指定の䛂㼀es㼠ሬᕸﾓｰﾄﾞ䛃
ｱﾙ䢌ｷｬﾘｱ䜈のሬᕸﾓｰﾄﾞ䠊ｷｬﾘｱﾃﾞｰﾀ↓しでもሬᕸできるSEHにて作り㎸䜣䛰自動運転ሬᕸﾓｰﾄﾞ䠊
実᪋す䜉き時間を設定し䠈㆙報Ⓨ報ྍ能䠊

36 ｵﾍﾟﾚｰｼ䡪ﾝ ᚚ♫指定の䛂 定ሬᕸﾓｰﾄﾞ䛃 外部㔜㔞ィ を実᪋するために䠈SEHにて作り㎸䜣䛰自動運転ሬᕸﾓｰﾄﾞ䠊

37 ｵﾍﾟﾚｰｼ䡪ﾝ ﾄﾞﾗｲﾗﾝ機能 ﾄﾞﾗｲﾗﾝ運転を行う機能

38 ｵﾍﾟﾚｰｼ䡪ﾝ ｽﾎﾟｯﾄ↷᫂ᰯ正機能 ｽﾎﾟｯﾄ↷᫂ಶ体ᕪのᰯ正機能（設ഛ間の↷᫂設定値をᆒ一化する）

39 運転 自動運転の㉳動ｲﾝﾀｰﾛｯｸ 自動運転㉳動᮲௳として䠈㔜㔞ィ 䠈ｸﾘｰﾆﾝｸﾞᰯ正を追加䠊（ｴﾝｼﾞﾆｱ䠈上⣭ｴﾝｼﾞﾆｱはつไ䛺し）

40 ሬᕸ確認 ሬᕸ状態確認機能 指定ｷｬﾘｱｱﾄﾞﾚｽの䠈ሬᕸ状態をｶﾒﾗ表示する䠊↷᫂変更䠈⏬ീಖᏑ䠈㻶㼛㼓᧯作による 長機能もある䠊

41 ሬᕸ確認 4㎶ሬᕸ確認機能 自動運転୰4㎶ሬᕸ後にｶﾒﾗにてሬᕸ状態を確認する機能（確認は作ᴗ⪅目ど）㻶㼛㼓᧯作にて 長ྍ䠊

42 ሬᕸ確認 1㎶ሬᕸ確認機能 自動運転୰1㎶ሬᕸ後にｶﾒﾗにてሬᕸ状態を確認する機能（確認は作ᴗ⪅目ど）㻶㼛㼓᧯作にて 長ྍ䠊

43 通信 ᚚ♫指定㻌䛂ﾘﾓｰﾄ䠈ﾛｰｶﾙ䛃切換え 対CellPC通信のﾓｰﾄﾞ切換え機能䠊

44 通信 ᚚ♫指定㻌䛂EQC⏬㠃䛃 ﾏﾆ䡩ｱﾙ⏬㠃にて䠈装置停止ཎᅉを指定する⏬㠃を表示し䠈停止ཎᅉを指定できる䠊（故障に変化する時間を設定ྍ能）

45 通信 ᮦᩱ登録機能 CellPC䜈の䠈䛂ᶞ⬡使用ྍ非䛃ၥ䛔ྜ䛫機能䠊ﾊﾝﾃﾞｨｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ使用㻌䛂製ရ名䠈作ᴗ⪅䠈ᮦᩱｺｰﾄﾞ䠈ᮦᩱﾛｯﾄ䛃

46 通信 ｷｬﾘｱﾊﾞｰｺｰﾄﾞㄞ䜏取り機能 ｷｬﾘｱﾊﾞｰｺｰﾄﾞの自動ㄞ䜏取り機能

47 通信 ﾛｯﾄｽﾀｰﾄ機能 ﾆ䡩ｰﾄﾗﾙ状態から自動運転を開始したら䠈ﾛｯﾄｽﾀｰﾄとする䠊（ﾛｯﾄIDは䠈上流から᮶るｷｬﾘｱ情報に౫Ꮡ）

48 通信 ᙉไﾛｯﾄｴﾝﾄﾞ機能 ᢲし㔱᧯作（2⛊長ᢲし）による䠈ᙉไﾛｯﾄｴﾝﾄﾞ機能䠊

49 通信 CellPC䜈のﾌﾟﾛｾｽﾃﾞｰﾀ報࿌ ሬᕸ⤖ᯝとして䠈䛂ｽﾃｰｼﾞﾋｰﾀｰ 度䠈⏬ീฎ理⤖ᯝ䠈高さィ ⤖ᯝ䛃➼の実⦼をｷｬﾘｱ毎に報࿌䠊

50 通信 CellPC䜈のUPH報࿌ 1時間毎の䢘ｰｸฎ理数䠈ｷｬﾘｱฎ理数を報࿌䠊

51 搬送 ｷｬﾘｱﾃﾞｰﾀ⛣動機能 搬送␗常により䠈䛂ｽﾃｰｼﾞ間に停⁫してしまったｷｬﾘｱﾃﾞｰﾀ䛃㻌をḟｽﾃｰｼﾞに⛣動さ䛫るﾒﾝﾃﾅﾝｽ機能䠊

52 搬送 ｷｬﾘｱ位置ｲﾝﾀｰﾛｯｸ㔱 ｷｬﾘｱ搬送␗常Ⓨ生後に䠈作ᴗ⪅にｷｬﾘｱ位置をព識さ䛫るための䠈確認しました㔱䠊

53 搬送 ｷｬﾘｱ検出ｾﾝｻOFFﾃﾞｨﾚｲ ｾﾝｻのﾁｬﾀﾘﾝｸﾞを㜵止する⿵ຓ機能

54 搬送 上流下流との取りྜ䛔信ྕﾓﾆﾀ 上流下流との信ྕ状態を䠈IOﾚﾍﾞﾙで確認する機能䠊（ᙉไ出力の機能は↓䛔）

55 ሬᕸﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 䢘ｰｸ配置設定䠉ሬᕸ配置N㼛設定 㼀DK装置ሬᕸ㡰と㻘SON㼅ｱﾄﾞﾚｽの䜂も付け変更機能

56 ｱﾗｰﾑ ｱﾗｰﾑⓎ報の↓ຠ化機能 ﾉｽﾞﾙﾋｰﾀｰ䠈ｲｵﾅｲｻﾞ䠈CellPC䠈ｼﾘﾝｼﾞṧ㔞䠈ᤞてᡴ䛱ｶｯﾌﾟ↓䠈‶㔞䠈ሬᕸｺﾝﾄﾛｰﾗ電源

57 高さ検出 高さ検出↓ຠ設定機能 高さ検出↓ຠ設定䠊（↓ຠ指定時のﾉｽﾞﾙ高さｵﾌｾｯﾄ値は䠈指定ྍ能）

58 ﾘ䢌ｯﾄ ﾉｽﾞﾙ下㝈検出機能 ﾉｽﾞﾙ下降高さไ㝈値に㐩したሙྜにｱﾗｰﾑⓎ報して停止する機能

59 ﾘ䢌ｯﾄ ሬᕸ⛣動⠊ᅖつไ機能 ሬᕸ୰に⛣動できるX㻘㼅ｴﾘｱ設定（␗常検出用）

60 ｼﾘﾝｼﾞ圧 ｼﾘﾝｼﾞ圧力 上㝈値䠈下㝈値の設定（M㼜a）

61 ﾛｸﾞ 各種ﾛｸﾞ機能
高さ検出ﾛｸﾞ䠈䢘ｰｸﾛｸﾞ䠈⏬ീﾛｸﾞ䠈生産情報ﾛｸﾞ䠈ｱﾗｰﾑﾛｸﾞ䠈ｼ䡪ｯﾄᰯ正ﾛｸﾞ䠈㔜㔞ィ ﾛｸﾞ䠈䢑ﾆｯﾄᰯ正ﾛｸﾞ䠈ｼﾘﾝｼﾞ圧ﾛｸﾞ
ﾌﾟﾘﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｽﾛｸﾞ䠈ሬᕸ検査ﾛｸﾞ䠈䢘ｰｸ䛪れﾛｸﾞ(⏬㠃には表示䛺し)䠈⏬ീ認識⋡ﾛｸﾞ(⏬㠃には表示䛺し)

62 ｸﾘｰﾝ ﾍｯﾄﾞﾀﾞｽﾄ吸引用ﾌｨﾙﾀᕪ圧┘ど ﾀﾞｽﾄ吸引時、ﾌｨﾙﾀ目ワまりを┘どする機能

63 ｶﾊﾞｰ ᡬ開㛢ｽｲｯﾁ　電☢ﾛｯｸ仕様 ᡬ開㛢を自動運転時、開㛢でき䛺䛔仕様

64 配管 ┿✵ﾎﾟﾝﾌﾟﾚｽ ᕤሙ┿✵を2⣔⤫として、┿✵ﾎﾟﾝﾌﾟを୙せとした䚹

65 ⏬ീฎ理 ⏬ീฎ理動作　䢘ｰｸ⛣動時ฎ理 ⏬ീฎ理を䢘ｰｸ⛣動時に実᪋する䚹

66 㔜㔞ィ ⿵正用㔜㔞ィ 䜀ら䛴き検出 」数回ィ 時に䜀ら䛴きが኱き䛔ሙྜ䠈␗常検出する機能

67 電源 電源ｹｰﾌﾞﾙ引っかけ式ﾌﾗｸﾞ仕様 指定のｱﾒﾘｶﾝ電機の電源ｹｰﾌﾞﾙを使用
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